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シリコンウエハーやフォトレジストなど 

半導体用材料の世界市場を調査 
 

―２０２４年世界市場予測（２０１９年比）― 

＜調査結果の概要＞ 

■半導体用材料 ４０５.３億ドル （２３.０％増） 

～ 半導体の微細化、高層化に寄与する材料が市場拡大をけん引 ～ 

＜注目市場＞ 

●シリコンウエハー １２８.７億ドル（１６.４％増） 

～ ５Ｇ通信の普及に伴いＩｏＴ活用に関連した半導体の需要が高まり伸びる ～ 

●フォトレジスト ２３.７億ドル（６０.１％増） 

～ ＥＵＶレジストが市場の拡大をけん引 ～ 

 

総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 清口 正夫 03-3664-5811）

は、の５ＧやＡＩ、自動運転車などの普及に伴い、需要増加が予想される半導体用材料の市場を調査した。その結

果を「2020年 半導体材料市場の現状と将来展望」にまとめた。 

この調査では、前工程材料３２品目、後工程材料１０品目に加え、デバイス４品目の市場を調査・分析し、将来

を展望した。 

 

＜調査結果の概要＞ 

■半導体用材料の世界市場 

 ２０１９年 ２０２４年予測 ２０１９年比 

前工程材料 ２５６.６億ドル ３２４.２億ドル １２６.３％ 

後工程材料 ７２.９億ドル ８１.０億ドル １１１.１％ 

合 計 ３２９.５億ドル ４０５.３億ドル １２３.０％ 

 ※市場データは四捨五入している 

２０１９年はメモリー価格の暴落に伴い在庫調整が進められたことから、シリコンウエハーを中心に多くの半

導体用材料の需要が減少した。しかし、メモリーの高層化に欠かせないＣＭＰスラリーや炭化フッ素系ガス、テト

ラエトキシシラン、高純度薬液、ポリマー除去液、イソプロピルアルコールなどの材料は需要が増加し、市場は２

０１８年比で横ばいとなった。２０２０年は新型コロナウイルス感染症の影響から伸びは鈍化するとみられるが、

５Ｇ通信の普及に向けた設備投資、テレワークやネット視聴の増加に伴うデータ通信量の増加でサーバーへの需

要が高まっていることから、サーバー向けが半導体用材料の需要をけん引し、市場は拡大し３４１.９億ドル（２

０１９年比３.８％増）と予測される。今後は５Ｇ通信の普及に伴いＩｏＴ活用に関連した半導体の需要が高まる

ことから、長期的にも半導体用材料の市場は拡大していくとみられる。特に半導体の微細化、高層化に寄与する材

料が市場拡大をけん引していくと予想される。 

 

【前工程材料】 

 前工程材料では、先端ＳｏＣ（システムオンチップ）でのＥＵＶ露光技術の採用に伴い、ＥＵＶに対応するフォ

トレジスト、フォトマスクの市場が２０１９年に本格的に立ち上がった。ＥＵＶ露光技術の採用は今後も増加する

ため、ＥＵＶ関連材料の需要は今後も増えるとみられる。また、今後はメモリーの高層化の進展によりエッチング

ガスや成膜材料、洗浄液、乾燥液などの材料が伸びていくとみられる。 
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【後工程材料】 

 後工程材料は、ＦＣ‐ＢＧＡ用パッケージ基板材料がサーバー向けで大型化しているため、今後の需要増加が予

想される。また、車載デバイス向けで採用増加が期待されるリードフレームの需要が増加していくとみられる。 

 

＜注目市場＞ 

●シリコンウエハー 

２０１９年 ２０２４年予測 ２０１９年比 

１１０.６億ドル １２８.７億ドル １１６.４％ 

 半導体分野におけるシリコンウエハー（１１Ｎ以上の超高純度シリコン）を対象とする。 

２０１９年はメモリーの在庫調整が進められた影響を受けたが、価格の値上げや長期契約の比率が高まったこ

とから市場は２０１８年比で小幅な縮小にとどまった。２０２０年は、新型コロナウイルス感染症の影響により半

導体が搭載される自動車や通信機器などの生産工場の停止や消費の冷え込みなどにより状況が厳しくなっている。

特に、自動車は先進国を中心に生産停止・低稼働が続いており、車載半導体向けは減少するとみられる。一方で、

テレワークや外出自粛の影響でデータ通信量が増えており、サーバー向けは増加が予想される。今後は、５Ｇ通信

の普及に伴いＩｏＴ活用が進んでいくことから半導体需要が増加し、市場は拡大していくとみられる。 

 

●フォトレジスト 

２０１９年 ２０２４年予測 ２０１９年比 

１４.８億ドル ２３.７億ドル １６０.１％ 

 フォトリソグラフィ工程で使用される感光性材料（ｇ線／ｉ線レジスト、ＫｒＦレジスト、ＡｒＦレジスト、Ｅ

ＵＶレジスト）を対象とする。 

 ２０１９年の市場は、ＥＵＶ露光技術を用いたデバイスの量産が開始され、ＥＵＶレジストの需要が増加したこ

とで拡大した。２０２０年は、サーバー向けなどで半導体の需要が高まっていることから市場は拡大するとみられ

る。今後も安定した需要を獲得していくとみられ、中でもＥＵＶレジストが市場の拡大をけん引していくと予想さ

れる。 

 

●ＣＭＰスラリー 

２０１９年 ２０２４年予測 ２０１９年比 

１１.５億ドル １５.８億ドル １３７.４％ 

 半導体製造におけるＣＭＰ工程で使用される研磨用スラリーを対象とする。 

 半導体市場の拡大およびデバイスあたりのＣＭＰ工程の増加に伴い、市場は拡大してきた。ＣＭＰスラリーは、

メモリー向けとロジック向けに分かれるが、ロジックではＦｉｎＦＥＴ（フィンフィールドエフェクトトランジス

タ）やＳＡＧＣ（自己整合ゲートコンタクト）などのトランジスタやコンタクト工程における先端プロセスの微細

化や複雑化、メモリーでは３Ｄ‐ＮＡＮＤの高層化に伴い従来の２Ｄ‐ＮＡＮＤと比べて工程数が３割程度増え

ていることが市場拡大の大きな要因となっている。今後、ロジックの微細化やメモリーの高層化がさらに進むこと

でデバイス当たりの使用量は増加し、市場の拡大が続くとみられる。 

 

●炭化フッ素系ガス 

２０１９年 ２０２４年予測 ２０１９年比 

５.３億ドル ７.３億ドル １３７.７％ 

炭化フッ素系ガスとしてＣＦ４（四フッ化炭素）、ｃ-Ｃ４Ｆ８（八フッ化シクロブタン）、Ｃ４Ｆ６（六フッ化ブタ

ジエン）、ＣＨＦ３（三フッ化メタン）、ＣＨ３Ｆ（フッ化メチル）を対象とする。主にＣＦ系ガスはＳｉＯｘ膜のエ

ッチングおよびクリーニング、ＣＨＦ系ガスはＳｉｘＮｙ膜をエッチングする際に用いられる。 

 ロジックやＤＲＡＭの微細化に伴うエッチングプロセスの増加や、３Ｄ‐ＮＡＮＤの高層化や生産量の増加に

伴い需要が高まり、市場は拡大してきた。ロジックやＤＲＡＭでは微細化が限界に近付いているものの、３Ｄ‐Ｎ

ＡＮＤでは高層化が進みアスペクト比が高まっている。そのため、高アスペクト比のエッチングに対応するＣ４Ｆ

６、ＣＨ３Ｆは、今後需要が増加するとみられ、市場の拡大をけん引していくと予想される。 
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●パッケージ基板材料 

２０１９年 ２０２４年予測 ２０１９年比 

８.８億ドル １１.１億ドル １２６.１％ 

 パッケージ基板材料はプリプレグとその両面に施される銅箔から構成され、パッケージ基板のコア材として使

用される。基板の反りを抑制するため、耐熱性や低熱膨張（低ＣＴＥ）が求められている。 

 市場は、スマートフォンの高機能化やサーバー需要の増加による半導体市場の拡大に伴い、成長してきた。主に

ＦＣ‐ＢＧＡ、ＦＣ‐ＣＳＰで用いられており、ＦＣ‐ＢＧＡは、ＰＣ向けを中心に採用されている。今後はサー

バー向けに基板の大型化が進んでいることから、採用増加が期待される。ＦＣ‐ＣＳＰは、スマートフォン向けの

需要が中心であり、今後はスマートフォンに搭載されるＤＲＡＭでの採用が進むとみられ、需要増加が予想され

る。 

 

＜調査対象＞ 

前工程材料 

・シリコンウエハー ・バターニング用プリカーサ ・高純度薬液 

・フォトマスク ・Ｌｏｗ‐ｋ材料 ・ポリマー除去液 

・フォトレジスト ・Ｈｉｇｈ‐ｋ材料 ・イソプロピルアルコール 

・アンモニアガス ・メタルプリカーサ ・ＣＭＰ後洗浄液 

・亜酸化窒素 ・六フッ化タングステン ・ＣＭＰスラリー 

・モノシラン ・炭化フッ素系ガス ・ＣＭＰパッド 

・ジシラン ・塩素系ガス ・ＣＭＰコンディショナー 

・ジクロロシラン ・臭化水素 ・ターゲット材 

・ヘキサクロロジシラン ・三フッ化窒素 ・ダマシン用硫酸銅 

・テトラエトキシシラン ・クリーニングガス ・バッファーコート膜 

・トリスジメチルアミノシラン ・ドーピングガス  ／再配線形成材料 

後工程材料 

・バックグラインドテープ ・ボンディングワイヤ ・封止材 

・ダイシングテープ ・リードフレーム ・サポート基板 

・ダイボンドペースト ・パッケージ基板材料  

・ダイアタッチフィルム ・層間絶縁材料  

デバイス ・モバイル端末用ＳｏＣ ・ＤＲＡＭ ・ＮＡＮＤフラッシュメモリー ・ＣＭＯＳイメージセンサー 

 

＜調査方法＞ 

富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データ

ベースを併用 

 

＜調査期間＞ 

２０２０年３月～６月 

     以上 
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